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Aktuelles KGV 19,58

Gewinn je Aktie 24,78

Letzte Dividende je Aktie 5,20

Aktuelle 
Dividendenrendite

1,07

Cash Flow je Aktie 26,84

Buchwert je Aktie 21,36

Akt. Marktkapitalisierung 66.311,97 Mil.

EBIT 0,00 Mil.

EBIT-Marge -

Industrie Technologie

Sektor Sonstige 
Technologie

Subsektor -

Anschrift

KLA Corporation

Three Technology Drive

Milpitas, California 95035, USA

www.kla-tencor.com

Investor Relations Kevin Kessel

IR-Telefon +1-408-875-6627

IR-Email

ir@kla-tencor.com

Hauptaktionäre
Vanguard Group Inc (9.46%),Blackrock Inc. 

(8%),Primecap Management Company 
(4.45%),State Street Corporation (4.14%),Capital 

International...
Streubesitz 76,90%

Vorstand

Bren Higgins, Ahmad Khan, Bobby Bell, Dr. Ben 
Tsai, John Van Camp, MaryBeth Wilkinson, 

Oreste Donzella, Randi Polanich, Brian Lorig...

Aufsichtsrat

Robert Calderoni, Emiko Higashi, Gary B. Moore, 
Jeneanne Hanley, Kevin J. Kennedy, Kiran M. 
Patel, Marie Myers, Robert A. Rango, Victor...

Mitarbeiter -

Umsatz 10496,06 Mil.

Wertentwicklung 1M 6M 1J

Performance +18,68% +40,24% +90,56%

Volatilität 35,92 32,76 32,64

Volumen Ø (Stk./Tag) 826 400 918 116 959 210

KLA Corporation (ehemals KLA-Tencor Corp.) liefert als einer der führenden Anbieter Lösungen in den Bereichen Prozesssteuerung und 
Ertragsmanagement für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie. Das Portfolio von Produkten, Software, Analyse, Dienstleistungen und Expertise 
entstand, um Herstellern von integrierten Schaltkreisen zu helfen, ihre Erträge durch den ganzen Wafer-Herstellungsprozess hindurch zu managen, 
angefangen bei der Gewinnanalyse von Forschung und Entwicklung bis hin zur Massenproduktion. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an eine 
Vielzahl der führenden Halbleiter-, Wafer-, Fotomasken- und Datenspeicherungshersteller weltweit. Die angebotene Hardware besteht aus gemusterten und 
ungemusterten Halbleiterscheibenkontrollen, optischen Überlagerungsmesstechniken, e-beam-Überprüfung, Retikel- und Fotomaskeninspektionen, 
Spektroskopie- und CD SEM (scanning electron microscope critical dimension )-Messtechniken, Film- und Oberflächenmesswerkzeugen. Diese 
Hardwarekomponenten werden mit APC- (advanced process control), Gewinnanalyse- und Defektklassifikationssoftware verknüpft. Somit können alle 
Schritte des Herstellungsprozesses in der IC-Produktion (integrated Circuit) einschließlich Drucktechnik, Ätzen und chemisch-mechanischer 
Ablagerungstechnik optimiert werden.
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RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 
Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische 
Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com


